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摘要(译)

本专利公开了一种封装材料，具体是OLED器件的封装材料。OLED器件
的封装材料，用于包覆OLED器件，包括环氧树脂或聚合物单体制成的填
充膜层；所述填充膜层内掺入有掺杂颗粒，所述掺杂颗粒为氧化铝、氮
化硅与三氧化二铽的混合物。本专利克服了现有技术中存在的经激光固
化后的封装材料呈现黑色的技术缺陷，提供了一种通过改良封装材料，
形成无色透明的填充膜层。
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